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汽车产业趋势报告之“硬件角度”：

汽车半导体产值空间剧增



硬件角度看：汽车半导体是未来汽车部件最大增量

 汽车产业电动化和智能化是未来制造产业最确定的技术和产业升级路线。

 硬件角度看，汽车半导体是产业革新下最大的增量部分。1）智能驾驶的加速推广和普及，未来智

能化相关产品硬件或成为标配，进而计算IC、存储器、传感器等汽车半导体将是未来汽车主要的

增量部件和发展关键。2）电动车市场占有率不断提升，对于功率半导体的需求将大大提升。

 我们测算，国内汽车半导体增量空间巨大。我们预计国内汽车半导体增量到2040年可达417亿美

金，如果两化进程超过预期，产值空间会更大。

 竞争结构来看，汽车半导体目前以海外巨头企业为主，比如恩智浦、英飞凌、瑞萨等，但是随着

产业革新竞争格局也将发生变化，比如英伟达芯片在汽车上应用越来越多，同时给国内相关产业

链企业以机会，产业链标的将逐步显现。

 建议关注：拓普集团（智能刹车系统）、德赛西威（智能座舱系统、域控制器）、科博达（汽车

控制器）、伯特利（线控刹车）、星宇股份（智能车灯），保隆科技（胎压监测龙头+汽车传感

器+毫米波雷达）、比亚迪（比亚迪半导体）等。以及将逐步显现的华为汽车产业链。

 风险提示：汽车产业复苏增长不及预期；汽车智能化进程不及预期；汽车电动化进程不及预期。
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互为
助力

汽车智能化电动化是趋势

 汽车产业革新升级是时代发展，电子、通信等科技
创新共同结果，是不可阻挡的发展趋势。

 汽车半导体市场规模将随着汽车向超级智能移动角
色的转变而不断扩充。



芯片到底有哪些？

 集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。

数据来源：CSDN，方正证券研究所整理

图表：芯片类型



汽车半导体有哪些？

 汽车半导体是指用于车体汽车控制装置和车载汽车电子控制装置的半导体产品。根据功能划

分，主要分为主控/计算类芯片（如MCU）、功率半导体、传感器、无线通信及车载接口类

芯片、车用存储器及其他芯片。

分类 主要器件 应用领域

主控芯片
智能运算为主的AI芯片；

CPU运算为主的MCU

智能驾驶系统、发动机控制、
电池管理、自动驾驶功能、语

音与视觉识别等

功率半导体
IGBT模块、MOSFET、
高压继电器、隔离器件

DC/DC变换器、电机控制器、
车载充电机

存储器 ROM、RAM
智能驾驶系统、发动机电子控

制系统、信息娱乐系统

传感器
图像/加速传感器、陀螺
仪、MEMS传感器

智能驾驶系统、发动机电子控
制系统、信息娱乐系统

数据来源：半导体观察，立鼎产业研究，方正证券研究所整理

图表：汽车半导体主要器件与应用领域



智能驾驶是未来革新主要方向

 汽车产业两大革新趋势：1、动能系统由传统发动机向电驱动转变；2、车身智能化。随着这些

变化，未来汽车大部分创新与电子器件相关。

数据来源：方正证券研究所整理

仪表&人机交互

•组合仪表
•二级显示器
•平视显示器
•温度控制
•触控
•一体化中控面板
•驾驶舱模块

资讯娱乐

•广播
•联网广播/输入导航
•多媒体系统
•嵌入式无线通信
•设备连接
•软件&特别解决方案

智能化

•摄像头、毫米波雷达、
激光雷达等传感器
•域控制器
•MDC计算平台
•线控技术

车身&安全

•车身操纵单元
•LED灯控制
•电源启动
•座椅系统
•电池与电源管理
•门禁管理系统
•轮胎信息系统
•天线模组

图表：汽车电子器件与应用领域



互为助力：智能驾驶和电动化提升半导体价值空间

 半导体技术是汽车电动化、智能化的基础，随着半导体技术的不断升级，满足更多

车辆使用需求，比如智能驾驶大算力需求、新能源汽车对功率半导体的需求。

图表：智能驾驶和电动化扩大汽车半导体市场容量

传感器芯片

功率芯片

感知层

决策层

执行层

摄像头、雷达、速度角度
传感器……

ECU、MCU、VCU……

电机系统、电控系统、转
向系统……

计算芯片

数据来源：比亚迪，方正证券研究所整理



互为助力：半导体技术升级帮助汽车产品革新

 半导体技术的不断升级，满足需求各种汽车部件特性要求和车规级要求。

图表：半导体技术路线图

数据来源：阿斯麦，方正证券研究所整理
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互为助力：汽车智能化和电动化提升半导体价值空间

 汽车电动化和智能化加速，推进汽车半导体产业发展。

图表：汽车产业变革影响汽车半导体的应用

感知传感器：

摄像头、毫米波、激光雷达等
数量配置增加 CIS、激光器、MEMS

等

决策：

算法计算平台

算力要求增加；处理数据
量增加

GPU\ASIC等计算芯片；

NAND Flash、DRAM等

电池管理
高压、低压管理频次增

加
IGBT、MOSFET等功率半

导体。

智能
化

电动
化

车身变化 对应要求 半导体方向

数据来源：方正证券研究所整理



汽车电子架构集成化，给半导体更多要求和机会

 1.分布式阶段：单个ECU对于单个功能，同类ECU之间逐渐整合。

 2.DCU的导入：根据功能将整车划分为若干个域（ADAS，驾驶舱，底盘，车身，动力），利

用处理能力更强的芯片相对集中的控制每个域，保障信息安全，实现标准化结构，降低对单

个传感器的性能要求，从而降低整体成本水平。

 3.中央域控制器替代单个DCU：多个域控制器的逐渐集成，最终由单个中央域控制器进行所

有的数据处理与功能管理，与此同时整合进入更多功能

 4.云端车辆计算与控制：将中央域控制器的运算功能部分转移至云端计算，并且通过云端直

接实现车辆控制。

图表：汽车电子架构衍变

数据来源：方正证券研究所整理



全球汽车半导体市场规模将持续增长

 随着智能化程度不断加深，汽车正在逐步完成由交通工具到移动终端的转变。IDC预计2020

年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元，2024年将达到约428亿美元。

图表：全球汽车半导体规模预测（单位：亿美元）

数据来源：IDC 2020，方正证券研究所整理
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半导体是汽车最大的硬件价值增量

 计算IC、存储器、传感器、功率半导体等汽车半导
体将是未来汽车主要的增量部件和发展关键。



计算类芯片也称逻辑电路，是一种离散信号的传递和处理，以二进制为原理、实现数字信号逻

辑运算和操作的电路,它们在计算机、数字控制、通信、自动化和仪表等方面中被大量运用。目

前世界范围内主流标准化逻辑电路有四种：CPU、GPU、ASIC、FPGA。

目前汽车上主要产品是MCU, 负责运算量小的运算和控制工作，根据IC Insights测算，传统汽

车需要至少70颗MCU芯片， 2019年我国车规级MCU市场规模为21.1亿美元，汽车MCU占到

全球MCU市场的33%。

计算IC：汽车主控类芯片将由MCU向超级计算大脑进化

资料来源：电子说，方正证券研究所整理

图表：逻辑IC分类和主要企业
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计算IC：智能驾驶对于算法和数据计算能力都有较高要求

 智能驾驶涉及到传感器环境感知、高精地图/GPS精准定位、V2X信息通信、多种数据融合、

决策与规划算法运算、运算结果的电子控制与执行等过程，在此过程中需要一个强劲的“大脑

”来统一实时分析、处理海量的数据与进行复杂的逻辑运算，对计算能力的要求非常高。

 传统主控芯片MCU算力难以满足自动驾驶汽车的计算要求，其他芯片如GPU、FPGA、ASIC

等芯片对主控芯片进行算力上的补充、完成主控任务。

资料来源：华为官网，方正证券研究所
注： 1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次(10^12)操作

图表：自动驾驶级别与算力对应

自动驾驶级别 算力需求 级别描述

L2：部分自动驾驶 < 10 TOPS
以人为主，系统简单控制，解放

双脚

L3：有条件自动驾驶 30~60 TOPS
以系统为主，人在系统要求后介

入，解放双手

L4：高度自动驾驶 >100 TOPS
人在特殊情况下介入，解放双眼

不用紧盯路面

L5：完全自动驾驶 未知
完全由系统控制，解放大脑，可

以做其他事情



汽车智能化发展促使汽车计算类芯片，以控制指令运算为主的MCU向智能运算方向发展，长

远来看将向具有深度学习的人工智能芯片发展，汽车主控芯片也由MCU向SoC异构芯片方向发

展。SoC组成部分包括CPU、GPU、DSP、NPU与外设接口、存储芯片等，SoC可应用于辅助

驾驶系统、智能座舱等领域。

计算IC：智能驾驶的发展催生高算力计算平台

资料来源：芯智讯，赛迪智库，方正证券研究所整理
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图表：计算IC灵活性与高效性比较

计算平台

基础算力 核心算法
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环境感知

定位

高精度地图

车辆运动控制

路径决策规划

图表：算法平台概念示意图



特斯拉FSD是专为自动驾驶设计的SoC，SoC组成部分包括CPU、GPU、DSP、NPU与外设

接口、存储芯片等。

计算IC：智能驾驶的发展催生高算力计算平台

资料来源：腾讯云社区，方正证券研究所整理

图表：特斯拉FSD芯片内部架构简图



特斯拉FSD芯片不但有传统的CPU和GPU部分，还加入了特别定制的NNA、ISP等部分，共同

组成了一个庞大的SoC芯片。特斯拉FSD采用的14nm FinFET工艺，面积大约为260mm2。

计算IC：智能驾驶的发展催生高算力计算平台

资料来源：腾讯云社区，方正证券研究所整理

图表：特斯拉FSD系统全貌



计算IC：智能驾驶的发展催生高算力计算平台

资料来源：电子发烧友，方正证券研究所整理

图表：英伟达智能驾驶平台



传感器：智能驾驶重要新增部件

 汽车传感器是汽车电子控制系统的信息源，是车辆信息重要输入重要环节。

数据来源：ERICCO，方正证券研究所整理

图表：典型汽车传感器示意图



传感器：智能驾驶重要新增部件

 汽车传感器是汽车电子控制系统的信息源，是车辆信息重要输入重要环节。

数据来源：方正证券研究所整理

图表：智能汽车传感器示分类
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传感器：智能驾驶重要新增部件

 汽车智能驾驶新增传感器：摄像头、微波雷达、毫米波雷达、超声波传感器、激光雷达等。

数据来源：车云，方正证券研究所整理

图表：长城汽车i-pilot传感器布置方案



图表：国内量产车型自动辅助驾驶系统功能/硬件一览

传感器：智能驾驶重要新增部件
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数据来源：知乎，硬件之家，搜狐，百家号，车家号等，方正证券研究所整理

 与智能驾驶相关传感器配置在增加。2021年1月9日，NIODAY，蔚来发布ET7，2022年Q1

开始交付，传感器NAD硬件系统共33个（11个摄像头+超远距高精度激光雷达1个+增强主

驾感知1个+5个毫米波雷达+12个超声波雷达+车路协同感知+高精度定位单元2套）。相比

上代技术方案传感器配置明显增加。 激光雷达将要在国内量产上车。



存储器：汽车海量数据和高运算催生存储需求

数据来源：方正证券研究所整理

 随着自动驾驶和车联网的发展，汽车产业对存储器的需求与日俱增，将成为存储芯片中重

要的新兴增长点和决定市场格局的有生力量。

 车规级存储器相比于消费级设备，在故障率、可靠性、环境适应性能等方面都提出了更高

的要求。根据慧荣科技测算，生产成本比消费级提高20%左右。

图表：存储芯片分类

存储芯片

非易失性存储器

PROM

（可编程只读存储
器）

Flash Memory（快
闪存储器）

Nor Flash

NAND Flash

EPROM\EEPROM

易失性存储器

DRAM

（动态随机访问存
储器）

SRAM

（静态随机访问存
储器）



存储器：汽车海量数据和高运算催生存储需求

数据来源：SK海力士，方正证券研究所整理

 随着自动驾驶和车联网的发展，汽车产业对存储器的需求与日俱增，将成为存储芯片中重

要的新兴增长点和决定市场格局的有生力量。

图表：每种应用的NAND闪存的估计密度和存储类型



功率半导体：受益于电动化的加速普及

 汽车功率半导体本质上起到开关作用，控制拓扑电路中电流的开闭、流向、大小等。其中

MOSFET和IGBT是两个最常用的两个类型。功率半导体主要运用在汽车的动力控制系统、

照明系统、燃油喷射、底盘安全系统等。

数据来源：智芯咨询，方正证券研究所整理
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图表：功率半导体的汽车应用



功率半导体：车规级功率半导体要求

 功率半导体是汽车电动化最核心的器件，由于车的应用环境，车规级要求可以概括
为：成本更低、功率密度更高和工作温度更高。

类别 组件 功率等级

主逆变器 IGBT SiC 30-400

车载充电机
CoolMOS 

IGBT SiC
3.3-22

直流-交流 CoolMOS SiC 1.5-30

PTC加热器 IGBT 2-5

压缩机 IGBT SiC 1.5-5

水泵 IGBT 0.2-1

油泵 IGBT 0.2-1

图表：各类型功率半导体功率一览

• 降低成本主要通过把晶圆尺寸做大，大尺寸晶圆
可以提升产品的一致性，以8英寸、12英寸为例
，单片数量会增加125%。

• 提高功率密度可以通过提高电流能力，或者把晶
圆做薄，晶圆越薄热阻越低、损耗越低，从
85uM降到65uM，损耗可以降低20%。

• 为了提高IGBT可适应的工作温度，可以采用新
型终端材料或者新型器件，提高耐受温度或者加
强散热能力。

图表：功率半导体工业级与汽车级要求对比

评估项目 工业级要求 汽车级要求 汽车级关键封装技术

温度冲击周次数 -40℃~150摄氏度，50次 -40℃~150摄氏度，1000次 端子焊接

温度循环周次数 ΔTc=80℃，12000次 ΔTj=80℃，300000次 芯片、衬板焊层

功率循环周次数 ΔTj=80℃，100000次 ΔTj=80℃，400000次 引线键合、端子焊接

最高结温 125℃/150℃ 175℃ 高温封装材料

资料来源：第一电动，方正证券研究所整理



IGBT：IGBT又称绝缘栅双极型晶体管，具有输入阻抗高、电流承载能力强的特点。

IGBT 广泛运用于汽车电机控制系统，根据智芯咨询统计，以特斯拉为例，特斯拉后

三相交流异步电机每相要用到28个IGBT，总计要用84个IGBT，加上电机其他部位的

IGBT，特斯拉共计使用了96个IGBT（双电机还要加前电机的36个）。按照 4-5美元/

个的价格计算，双电机IGBT价值大概在650美元左右。

主要厂商包括：英飞凌、富士、三菱、斯达半导体、株洲中车、华虹等。

MOSFET：具有低的栅极驱动功率、快的开关速度和优异的并联工作能力。主要厂商有：

闻泰、英飞凌、东芝、瑞萨等。

功率半导体：汽车电动化最大受益者

资料来源：英飞凌，方正证券研究所整理

图表：英飞凌IGBT产品 图表：英飞凌MOSFET产品
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美国国家公路交通安全局（NHTSA）、美国汽车工程师学会（SAE）自动驾驶、我国工信部分级标准

NHTSA L0 L1 L2 L3 L4

分级 SAE L0 L1 L2 L3 L4 L5

工信部 L0 L1 L2 L3 L4 L5

称呼（SAE）
无自动
化

驾驶支
持

部分自动化
有条件自动

化
高度自动化 完全自动化

驾驶操
作

人类驾驶
者

人类驾驶
者/系统

系统

主体
周边监
控

人类驾驶者 系统

支援 人类驾驶者 系统

资料来源：NHTSA，SAE，工信部，方正证券研究所整理

智能驾驶级别加速市场渗透

图表：自动驾驶级别划分

 汽车智能化已经在推广。



我国新车销售处于稳定增长阶段，有望达到3000万辆

 根据中国汽车工业协会发布，我国2019年全国汽车销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。

根据中国汽车技术研究中心预测，我国汽车市场年均增速为4%。以此测算，到2025年，

我国汽车销量将达到3260.6万辆。之后增长可能进入平稳阶段。

资料来源：中国汽车工业协会，中国汽车技术研究中心，方正证券研究所整理

图表：国内汽车市场销售预测（万辆）
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2016年-2020年，是智能汽车概念普及年代

图表：2016年-2020年智能网联汽车新车型渗透率（%）

 2016年-2020年，是智能网联汽车普及年份，实现“有”和“没有”的区别。2019年

底，每日经济新闻与国家工业信息安全发展研究中心联合发布的《AI智能下的汽车产业

裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告(2019)》，预计2020年智能网联

汽车在新车渗透率51.6%。

资料来源： 《AI智能下的汽车产业裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告(2019)》 ，方
正证券研究所整理
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未来5年，智能汽车迈入真实比拼技术和质量的年代

资料来源：前瞻产业研究院，方正证券研究所整理

 2021年到2025年，是智能驾驶加速发展的年代。根据前瞻经济学人测算，到2025年，L2、

L3、L4/L5渗透率将分别达到40%、15%、5%。

 11个部委，2020年2月24日印发了《智能汽车创新发展战略》：2025年，实现有条件自动驾

驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

图表：不同自动驾驶级别汽车渗透率预测
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资料来源：英飞凌，方正证券研究所整理
注：BoM包括所有类型半导体；感知融合不包括存储芯片

图表：ADAS相关半导体平均单车价值量预测（美元）

智能驾驶提升半导体部件单车价值量

L2级别

L4/L5级别L3级别

L2+级别



智能驾驶算法平台或成为汽车半导体最大增量

 智能驾驶算法平台技术方案是目前软硬件解耦趋势下越来越多整车企业的选择。特斯拉的FSD

、华为智能驾驶MDC，以及蔚来汽车将要采用的英伟达ORIN。

 以英伟达为例：

 根据英伟达官方的消息，蔚来新一代电动汽车将采用 NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片，

四颗 NVIDIA Orin 芯片的 CUDA 数量达到 8096，接近了8704 CUDA核心的 RTX 3080

旗舰游戏显卡的规格。（RTX 3080显卡售价为699美元，国行5499元人民币起），上车

的芯片要达到车规级产品，整体研发投入、生产工艺、稳定性可靠性等等要求都高，智能

驾驶算法的价值量预计在1000美金以上。



电动化大幅提升单车半导体价值量

 根据英飞凌预测，在汽车电动化的进程中，48V/微混型汽车相较传统燃油车半导体单车价

值量增加了114美元，全混/插电式类型车的半导体增加了368美元，纯电动型车的半导体

增加了358美元。其中，特斯拉功率半导体增加价值量在700美元左右。预计单车增量在

400美元左右。

资料来源：前瞻产业研究院，方正证券研究所整理

图表：我国新能源汽车销售预测（万辆） 图表：电动化增加半导体单车价值量测算（美元）
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资料来源：英飞凌，方正证券研究所整理



中国汽车半导体增加产值空间可达400亿美金以上

资料来源：方正证券研究所整理

 根据不同自动驾驶等级汽车在2020-2040渗透率变化、单车价值量，以及我国汽车销

售量预测。预计我们汽车半导体增量到2040年可达417亿美金，如果两化进程超过我们

预期，产值空间会更大。

图表：智能化和电动化带来国内汽车半导体空间测算（万美元）

2025 2030 2040
摄像头总计 171997 305879 585063

雷达模块总计 247806 402824 685209

激光雷达模块总计 30976 63516 333820

传感器汇总 450778 772218 1604092

L4/5执行器 8967 18386 96632

算法平台 163030 334293 1756946

智能化座舱芯片 65212 133717 298681

主芯片汇总 228242 468011 2055627

智能化增量汇总 687987 1258615 3756352

电动化增量 130424 334293 421667

汇总 818411 1592908 4178019
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半导体海外巨头占主要

 目前，汽车半导体产业主要以海外龙头企业为主，
国内企业华为、比亚迪半导体等逐步崭露头角。



市场竞争格局

 汽车电子行业已经成为国际半导体厂商争夺的热点，恩智浦、意法半导体、国际整流器（

IR）、英飞凌都开始纷纷推出自己的解决方案。意法半导体、英飞凌、恩智浦三家半导体

企业先后从其母公司独立或重组之后，被称为 “三巨头”且都定位在B端芯片市场。

图表：全球主要半导体企业

排名 企业名称 国家/区域 2019年收入（亿美元） 增速 市场份额

1 恩智浦 欧 42.12 -6.50% 10.30%

2 英飞凌 欧 39.51 -1.80% 9.60%

3 瑞萨 日 31.4 -5.30% 7.70%

4 德州仪器 美 27.9 -8.70% 6.80%

5 意法半导体 欧 27.52 4.40% 6.70%

6 博世 欧 17.83 -4.80% 4.30%

7 安森美 美 17.55 -2.30% 4.30%

8 电装 日 11.93 6.20% 2.90%

9 美光 美 10.53 1.90% 2.60%

10 罗姆 日 10.28 -3.70% 2.50%

资料来源：中国集成电路，方正证券研究所整理



细分领域市场份额

 根据NE时代统计，2019年国内电动汽车IGBT市场中，英飞凌占据58.2%市场份额，位列第

一。比亚迪微电子（2020年更名为比亚迪半导体）以18.05%位列第二，第三名为三菱电机

5.20%。四大半导体、电装、法雷奥、德尔福、中车时代与东芝也都进入前十位。

英飞凌 比亚迪微电子 三菱电机 赛米控

斯达 电装 法雷奥 德尔福

中车时代 东芝 其他

资料来源：NE时代，方正证券研究所整理

企业名称 市场份额 企业名称 市场份额

英飞凌 58.2% 法雷奥 1.30%

比亚迪微电子 18.05% 德尔福 0.90%

三菱电机 5.20% 中车时代 0.80%

赛米控 3.00% 东芝 0.30%

斯达 1.60% 其他 0.30%

电装 1.60%

图表：2019年国内电动汽车IGBT市场份额 图表：2019年国内电动汽车IGBT市场份额



细分领域市场份额

资料来源：佐思产研，方正证券研究所整理

 根据佐思产研的统计，2019年智能座舱领域，市场占有率最高的为三星哈曼，占据13%的市

场，其次是电装与大陆汽车，占比分别达到12%与11%。

 2020年全球智能座舱主芯片领域，NXP独享42%的市场占有率，瑞萨市场占有率达到14%，

英伟达、TI、英特尔市占率均为10%。

图表：2019年智能座舱市场占有率 图表：2020年全球智能座舱主芯片市场占有率
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 根据佐思产研统计，在全球车载摄像头与CMOS图像传感器市场，索尼均位列前三，分别占比

15%与9%。车载摄像头市场第一位麦格纳，占比16%，紧随其后是松下，占比9%，位列第二

。CMOS图像传感器市场安森美单独占据45%市场份额，第二名为OVT，占比25%。

细分领域市场份额

图表：2019全球车载摄像头模组市场份额 图表：2019全球CMOS图像传感器出货量市场占有率
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资料来源：佐思产研，方正证券研究所整理



政策鼓励、国内企业有望

 目前，汽车半导体产业主要以海外龙头企业为主，
国内企业华为、比亚迪半导体等逐步崭露头角。



 近年来,以英伟达、英特尔、高通三家为代表的消费电子芯片巨头以高算力芯片为核心,

以车机系统和自动驾驶为突破点,切入汽车芯片市场。

 国内政府的政策支持对于半导体产业的发展起到了决定性作用，半导体材料行业作为

支撑半导体产业发展的上游行业，近年来得到了国家一系列相关政策的支持和鼓励。

为推动我国半导体产业的发展，国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》对半

导体产业的发展进行相应规划。

政策支持——中国集成电路产业发展规划

32/28纳米制造工艺
实现规模量产，中
高端封装测试销售
占封装测试总收入
比例达到30%以上，
65-45nm关键设备和
12英寸硅片等关键
材料在生产线上得
到应用。

2015

集成电路产业与国际先进水平的
差距逐步缩小，全行业销售收入
年均增速超过20%，16/14nm制造
工艺实现规模量产，封装测试技
术达到国际领先水平，关键装备
和材料进入国际采购体系，基本
建成技术先进、安全可靠的集成
电路产业体系。

2020

集成电路产业链
主要环节达到国
际先进水平，一
批企业进入国际
第一梯队，实现
跨越发展。

2030

资料来源：《国家集成电路产业发展推进纲要》，方正证券研究所整理

图表：中国集成电路产业发展规划路线图



A股公司概况

603328.SH 依顿电子 双层及多层印刷线路板

002913.SZ 奥士康 高密度印制电路板

300476.SZ 胜宏科技 印制电路板

603920.SH 世运电路 印制电路板

002463.SZ 沪电股份 印制电路板

603228.SH 景旺电子 印制电路板

600563.SH 法拉电子 薄膜电容器、薄膜电容器用金属化膜

600885.SH 宏发股份 继电器、低压电器、高低压成套设备、电容器等

002138.SZ 顺络电子 电感、电子变压器

300458.SZ 全志科技 芯片（行车记录仪和智能后视镜）

603290.SH 斯达半导 车用功率半导体IGBT

603501.SH 韦尔股份 用于摄像头的图像传感器芯片（CIS）

300223.SZ 北京君正 车用存储芯片

603005.SH 晶方科技 车用图像传感器芯片封装

002185.SZ 华天科技 车用图像传感器芯片封装

600745.SH 闻泰科技 车用功率半导体

002594.SZ 比亚迪 比亚迪半导体IGBT

002405.SZ 四维图新 IVI芯片、车用MCU

芯片

证券代码 证券名称 业务范围

线路板

被动元件

资料来源：WIND，方正证券研究所整理



A股公司概况

002920.SZ 德赛西威 车联网、车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等；域控制器。

002906.SZ 华阳集团 信息娱乐系统、车身控制、车身显示、ADAS、车联网

600699.SH 均胜电子 HMI、车联网、ADAS智能驾驶系统

300496.SZ 中科创达 全方位数字座舱（信息娱乐系统、智能仪表、ADAS、机器视觉等）

300598.SZ 诚迈科技 智能驾驶舱解决方案（芯片平台、车联网、视觉识别、汽车通讯等）

2382.HK 舜宇光学科技 车载镜头、手机镜头和手机照相模组

603197.SH 保隆科技 汽车胎压监测系统、车用传感器、360度环视系统、智能减震器

002456.SZ 欧菲光 摄像头、智能前视控制器、360环视系统、倒车影像、行车记录仪等

002036.SZ 联创电子 车载摄像头

A21002.SH 禾赛科技 激光雷达

600741.SH 华域汽车 毫米波雷达

002444 巨星科技 激光雷达

603596.SH 伯特利 整车制动系统；线控刹车；电子驻车。

601689.SH 拓普集团 电子真空泵与智能刹车IBS系统

002284.SZ 亚太股份
汽车电子制动、视觉感知、毫米波雷达、车联网、智能驾驶算法集成等

002590.SZ 万安科技 电子制动、车联网

002703.SZ 浙江世宝 汽车液压助力转向系统、电动助力转向系统

603786.SH 科博达
汽车控制器龙头

汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统；

601799.SH 星宇股份 智能大灯AFS\ADB

002230.SZ 科大讯飞 语音识别龙头

601965.SH 中国汽研 智能驾驶测试

摄像头

证券代码 证券名称 业务范围

智能座舱

雷达

其他

执行端/

控制器等

资料来源：WIND，方正证券研究所整理
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上海市浦东新区新上海国际大厦36层

广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七路18号光大银行大厦31楼

湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层
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